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1 Abnahmekriterien fiir elektronische Baugruppen

1 Allgemeines
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1 Abnahmekriterien fiir elektronische Baugruppen

1 Allgemeines (Fortsetzung)

1.1 Anwendungsbereich Diese Richtlinie ist eine Zusammenstellung von Abnahmekriterien fiir die visuelle Inspektion
elektronischer Baugruppen. Diese Richtlinie enthalt keine Kriterien zur Bewertung von Schliffbildern.

Dieses Dokument prasentiert Abnahmeanforderungen fir die Herstellung elektrischer und elektronischer Baugruppen. In
der Vergangenheit enthielten Richtlinien fur elektronische Baugruppen umfassende Anleitungen hinsichtlich Grundlagen und
Techniken. Um die Empfehlungen und Anforderungen dieses Dokumentes besser zu verstehen, kann man es in Verbindung
mit IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 und IPC J-STD-001 verwenden.

Die Kriterien dieser Richtlinie dienen weder dem Zweck, Prozesse zur Baugruppenfertigung zu definieren, noch
der Autorisierung von Reparaturen oder Anderungen an Kundenprodukten. Beispiel: Die Existenz von Kriterien fiir
Klebeverbindungen von Komponenten impliziert/autorisiert/fordert nicht die Verwendung von Klebeverbindungen.
Die Darstellung eines im Uhrzeigersinn um einen Anschlusspfosten gewickelten Leiters impliziert/autorisiert/fordert
nicht, dass alle Anschliisse/Leiter im Uhrzeigersinn gewickelt werden sollen.

Die Anwender dieser Richtlinie sollten die anwendbaren Anforderungen dieses Dokuments verstehen und wissen, wie sie
anzuwenden sind, siehe 1.3.

IPC-A-610 enthalt Kriterien, die aulRerhalb des Anwendungsbereichs von IPC J-STD-001 liegen und Handhabung, mechan-
ische und andere Verarbeitungsanforderungen definieren. Tabelle 1-1 ist eine Zusammenfassung weiterfihrender Dokumente.

IPC-AJ-820 ist ein unterstitzendes Dokument, das Informationen beziiglich der Zielsetzungen des Inhalts dieser Spezifikation
enthalt und das technische Grundprinzip der Ubergénge der Grenzen von der Zielwert- bis zur Fehlerbedingung erklart oder
erweitert. Zusatzlich werden Informationen zu Prozessen gegeben, um ein besseres Verstandnis der Prozesse zu erreichen,
die das Verhalten unter Betriebsbedingungen beeinflussen, jedoch in der Regel nicht durch visuelle Bewertungsmethoden
erkennbar sind.

Die Erlauterungen in IPC-AJ-820 sollten bei der Entscheidung helfen, wie mit Fehlern umzugehen ist und was mit Prozessen
bei Prozessindikatoren geschehen soll. Weiterhin sollen sie Fragen zur Nutzung und Anwendung definierter Inhalte dieser
Spezifikation beantworten. Vertraglicher Bezug auf IPC-A-610 impliziert nicht zusatzlich den Inhalt von IPC-AJ-820, auller
wenn in der Vertragsdokumentation spezifisch darauf Bezug genommen wird.

Tabelle 1-1 Zusammenfassung weiterfiihrender Dokumente

Anwendungsbereich Spezifikation Beschreibung

Designrichtlinie IPC-2220-FAM Designanforderungen mit drei Komplexitatsgraden (Stufe A, B oder C), die auf feinere
IPC-7351 Geometrien, grofiere Dichte und mehr Prozessschritte zur Fertigung des Produktes
IPC-CM-770 hinweisen.

Richtlinien fur Bauteile und Montageprozesse als Hilfe fur das Design der unbestlickten
Leiterplatte und der Baugruppe. Die Leiterplattenprozesse konzentrieren sich auf SMD-
Anschlussflachen, die Montage beinhaltet Grundlagen der Durchsteck- und SMD-Technik,
die in den Designprozess und die Dokumentation gewdhnlich einbezogen werden.

Anforderungen an IPC-6010-FAM Dokumentation zu Anforderungen und Abnahmekriterien fur starre, starr-flexible, flexible und
die Leiterplatte IPC-A-600 andere Arten von Substraten.

Endprodukt- IPC-D-325 Dokumentation, die leiterplattenspezifische Anforderungen an das Endprodukt gemaR Kunden-
Dokumentation Design oder Anforderungen an die Montage des Endproduktes enthalt. Details kénnen, miissen

sich aber nicht, auf Industriespezifikationen oder Ausfiihrungsnormen bzw. auf Anwender-
vorgaben oder interne Normen beziehen.

Richtlinie fur J-STD-001 Anforderungen an gel6tete elektrische und elektronische Baugruppen mit Darstellungen der
Anforderungen Minimalanforderungen der Abnahmekriterien fiir Endprodukte. Enthalten sind ferner Methoden
an den Prozess fur die Bewertung (Testmethoden), Anforderungen an die Testhaufigkeit und Hinweise zu

Anforderungen an die Prozesskontrolle.

Abnahme-Richtlinie IPC-A-610 Dokument mit bildhafter Darstellung zur Erlauterung der unterschiedlichen Merkmale der
Leiterplatte und/oder Baugruppe. Gibt Hinweise zum erwiinschten Zustand der Produkte, die
Uber die Minimalanforderungen an die Merkmale in den Endprodukt-Richtlinien hinausgehen.
Es stellt eine Reihe abweichender Zustéande vor (Prozessindikator oder Fehler), um den
Bedienern und Priifern die Erkennung notwendiger Prozesskorrekturen zu ermdglichen.

Schulungsprogramme Dokumentierte Schulungsanforderungen zum Lehren und Lernen von Verfahrensregeln und

(optional) -techniken fur die Einflihrung von Abnahmeanforderungen, die in Endprodukt-Richtlinien,
Abnahme-Richtlinien oder in der Kundendokumentationen enthalten sind.

Nacharbeit und IPC-7711/7721 Dieses Dokument enthalt Prozessbeschreibungen zur Entfernung und zum Ersatz von

Reparatur Beschichtungen und Bauteilen, zur Reparatur des Létstopplacks sowie zur Anderung/

Reparatur von Laminatmaterial, Leiterbahnen und metallisierten Léchern.
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